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证券代码：002436                               证券简称：兴森科技 

 

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

2022 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表 

 

                                                     编号：2022-02-001 

投资者关系 

活动类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （电话会议） 

参与单位名称

及人员姓名 

招商证券：鄢凡、程鑫 

兴证全球基金：邹欣、程剑、涂围、童兰、董理、孙统 

时间 15：00～16:30 

地点 公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

副总经理、董事会秘书：蒋威 

证券投资部：陈小曼、肖晓月 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、公司简介 

公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起

家，2012 年开始进入 IC封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和

设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司坚持走技术升

级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB

到半导体测试板、IC封装基板的产品、技术和客户升级。自 2018 年起公

司开始步入产能扩张阶段，前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入

规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。 

未来公司的重点工作是推动广州兴科项目IC封装基板业务的投资扩

产及广州 FCBGA 项目的投资建设。 
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二、公司相关产能及规划介绍 

PCB 业务：2020 年度，广州生产基地产能为 33.72 万平方米/年；宜

兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4

万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为

1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生

产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生

产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分

期建设投产。 

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制

化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 HARBOR、广

州科技。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价

高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂,并为

美国 HRABOR 提供产能支持。 

IC 封装基板：目前广州生产基地 2万平方米/月的产能已处于满产状

态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）

分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成

厂房建设，处于产线安装调试阶段。FCBGA 目前处于筹建阶段，预计 2024

年开始量产爬坡。 

三、IC 封装基板行业竞争预判 

2020 年全球 IC封装基板行业规模 100 亿美金，增长 25%；Prismark

预测 2021 年全球 IC封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，

2025 年达到 160～170 亿元，复合增长率预期为 9.7%，届时 IC 封装基板

将超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。2020

年内资载板厂规模为 4 亿元美金，全球市场占有率仅为 4%，而国内封测

厂全球市场占有率为 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。IC封装基板和

半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能

持续扩产必将带动 IC封装基板行业需求的增长，行业赛道好，玩家少。 

公司从 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019

年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现预设经营目标。公司在封装基板

领域积累了丰富的经验，且已通过三星认证，从侧面说明了公司的体系、

能力、技术都得到了头部客户的认可。 
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IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资

源，兴森科技就是其中一家。行业新进入者需要组建经验丰富的团队，

在当前行业高景气度下团队组建成本较高，且从组建团队、拿地建厂、

装修调试到产能爬坡，完成大客户认证，保守估计至少需要 2～3年时间，

因此预计未来 2～3年新进入者仍无法成长到足以与公司比肩，产业链供

需格局预期仍乐观。 

四、IC 封装基板下游应用及客户情况介绍 

存储类载板因需求量最大，是公司目前主要目标市场。公司目前 IC

封装基板下游应用营收占比为：存储类占比约 2/3，指纹识别、射频、物

联网相关占比约 20%，预计未来将维持前述产品类型结构。客户占比情况

为：大陆客户占比约 2/3，台湾客户占比约 20%，韩国客户占比约 10%，

下游大陆厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。 

五、IC 封装基板客户来源介绍 

公司经过二十多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，公司客户

多为下游多个行业领先企业或龙头企业，且所涉行业较广，不依赖单一

行业、单一客户。而 IC封装基板业务客户来源一定程度上由团队及产品

类型决定。 

六、公司对 ABF 载板的规划 

ABF 载板是公司未来的战略方向，公司拟在广州投资约 60 亿元建设

FCBGA 封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为 2,000 万颗的

FCBGA 封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。

目前已初步完成团队组建，团队具备建厂及量产能力，但该项投资建设

周期、产能、达产时间尚具不确定性，如能实现突破将为公司带来新的

利润增长点，公司将控制投资节奏，降低投资风险。 

附件清单 无 

日期 2 月 15 日 

 

 


